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摘 要

本技術報告的目的在於探討如何使硬脆材料由脆性研削轉變為延性研削的研磨技術探討。從一開始的基本研磨理論探討，

能了解砂輪藉由磨粒的崩落配合砂輪轉動和工件的往復運動而能將工件表面去除。而去除的切屑大致可分為脆性不連續切

屑和延性連續切屑兩種。一般而言，較軟的金屬可得到連續的延性切屑，可得到較佳的表面精度和粗糙度。但是諸如陶瓷

、玻璃、矽晶圓等硬脆材料，因本身硬度和結晶結構的關係，研磨時會產生不連續的脆性切屑，導致硬脆材料表面粗糙度

不佳甚至破裂的情況發生。 然而要達到延性輪磨的條件，簡單的說，要使磨粒能微量地磨削移除工件材料，砂輪與工件之

間相對震動量達到最小。硬脆材料磨削時臨界切削厚度dc值必須小於0.1μm。且機台剛性要遠大於切削剛性，如此才可達

到脆性材料延性磨削目的。 所以本技術報告就藉由選用適合的砂輪和高剛性的研磨機台適當的速度和進給量、和減低研磨

震動這些方面去探討，以其能使硬脆材料由脆性研削轉變為延性研削，達到高表面精度和高表面粗糙度的目的。
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